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I. Grundtage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internatlonalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf erne 
Aufforderung nach Artikef 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht 0 und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -1 2 ursprungliche Fassung 



Patentanspriiche, Nr.: 

1-12 ursprungliche Fassung 



Zeichnungen, Blatter: 

1-2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn . 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzb/atter, die solche Anderungen enthalten, ist unterPunkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung , . 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


3-6 




Nein: 


Anspruche 


1,2,7,8 


Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: 


Anspruche 


6,9-12 




Nein: 


Anspruche 


3-5 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 


Ja: 


Anspruche 


1-12 




Nein: 


Anspruche 





2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspriiche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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TEIL V 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US-A-4731645 
D2: EP-A-824301 
D3: EP-A-869453 

D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1 998, no. 10,31. August 1 998 (1 998- 
08-31) -& JP 10 121012 A (SUMITOMO BAKELITE CO LTD), 12. Mai 1998 
(1998-05-12) 

2. Aus D1 (siehe Abb.4) ist eine Leiterbahntragerschicht 2 mit samtlichen Merkmalen 
der Anspruche 1 ,2 und 8 bekannt: Leiterbahn 9; Vertiefungen 4, Chip 5, 
Ausnehmung 7. 

3. Aus D2 (siehe Abb.1) ist eine Leiterbahntragerschicht 1 mit samtlichen Merkmalen 
der Anspruche 1 und 7 bekannt: Leiterbahn 6; Vertiefungen 22. 

4. Anspruch 3: Nach dem aus D1 bekannten Verfahren wird das Siebdruckverfahren 
erst nach dem Aufbringen des Chips durchgefuhrt. Fur den Fall einer 
vorgefertigten Leiterbahntragerschicht ware es jedoch notig die Vertiefungen in 
der Tragerschicht zu decken. Aus diesem Grund ist die Verwendung einer 
Schutzfolie als naheliegend zu betrachten. 

5. Anspruch 4: Die Verwendung einer Spule in einer Chipkarte gehort zum Stand der 
Technik - siehe D3, Spalte 1 . 

6. Anspruch 5: Der beanspruchte Slberpartikelanteil liegt im bekannten Bereich fur 
eine Siebdruckpaste - siehe D4. 



TEIL VII 
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1 . Der Anspruch 9 ist zweiteilig abgefaBt. Im vorliegenden Fall jedoch erscheint die 
einteilige Form geeignet. 



2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlagige Stand der 
Technik noch dieses Dokument angegeben. 



TEIL VIII 



1. Weil ein Verfahrensschritt ("wahrend des Auftragsvorgangs ...") verwendet wird, 
urn die Anordnung des Anspruchs 1 zu definieren, ergibt sich eine Mangel an 
Klarheit im Anspruch. 



2 Weil ein Verfahrensschritt ("im Siebdruckverfahren") verwendet wird, urn die 

Anordnung des Anspruchs 8 zu definieren, ergibt sich eine Mangel an Klarheit im 
Anspruch. 
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PATENT COOPERATION TRE; 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
99-15-PCT 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 16) 


International application No. 

PCT/DE00/02889 


International filing date (day/montlvyear) 
24 August 2000 (24.08.00) 


Priority date (day month year) \ 

26 August 1999 (26.08.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
C01B3/40 


Applicant 


ORGA KARTEN S Y STEM E GMBH 





1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 

□ 



sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e.. sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



. sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



1 

II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


IEI 


VI 


□ 


VII 


El 


VIII 





Date of submission of the demand 

13 February 2001 (13.02.01) 


Date of completion of this report 

" 03 December 2001 (03.12.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 

Telephone No. | 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



efnationa! application No. 

PCT/DEOO/02889 



I. Basis of the report 



1 This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as ' originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 



| [ the international application as originally filed. 

the description, pages Lllr 

pages 

pages 

pages 



m . as originally filed, 
filed with the demand, 
filed with the letter of 
. filed with the letter of 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-12 



, as originally filed. 

. as amended under Article 19. 

, filed with the demand. 

, filed with the letter of 

. filed with the letter of 



the drawings. 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1-2 



. as originally filed. 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2/The amendments have resulted in the cancellation of: 

1 1 the description, pages 

1 1 the claims, Nos. 



I I the drawings. sheets/fig 



. I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — ' to eo bevond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessarv: 
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^!^Phational application No. 


INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


PCT/DE 00/02889 


V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: 
citations and explanations supporting such statement 


1 . Statement 




Noveltv fN) Claims 


3-6 YES 


Claims 1, 2, 7, 8 NO 


inventive step HS^ Claims ' 


y-i<£ its 


Claims 


3-5 no 


Industrial apnlicabilitv HA) Claims 


1-12 YES 


Claims 


NO 


2. Citations and explanations 




1. This report makes reference to the 


following 


documents : 




Dl: US-A-4 731 645 




D2: EP-A-0 824 301 




D3: EP-A-0 869 453 




D4 : PATENT ABTRACTS OF JAPAN , vol. 


1998, no. 10, 31 


August 1998 (1998-08-31) & JP- 


A-10 121 012 


( SUMITOMO BAKELITE CO LTD) , 12 


May 1998 (1998- 


05-12) . 




2. Dl (see Figure 4) discloses a conductor track 


supporting layer 2 with all the features of Claims 1, 


2 and 8: conductor track 9; indentations 4, chip 5, 


recess 7. ^ 




3. D2 (see Figure 1) discloses a conductor track 


supporting layer 1 with all the features of Claims 1 


and 7; conductor track 6; indentations 22. 


4. Claim 3: According to the method known from Dl, the 


screen printing method is carried 


out after the chip 


has been applied. In the case of a 


prefabricated 


conductor track supporting layer, 


it would, however, 
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be necessary to cover the indentations in the 
supporting layer. For this reason, the use of a 
protective film is regarded as obvious. 

5. Claim 4: The use of a coil in a chip card belongs to 
the prior art (see D3, column 1) . 

6. Claim 5: The claimed silver particle portion lies in 
the range known for a screen printing paste (see D4 ) 
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ln^^Pnonal application No. 
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VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1. Claim 9 has been drafted in the two-part form. In 
the present case, however, the one-part form seems 
to be appropriate. 

2. Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii), the description 
does not cite Dl or indicate the relevant prior art 
disclosed therein . 
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VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
;upported by the description, are made: 

1. Since a method step ("during the application process 
. ..") is used to define the arrangement according to 
Claim 1, a lack of clarity arises in the claim. 

2. Since a method step ("in the screen printing method") 
is used to define the arrangement according to Claim 
8, a lack of clarity arises in the claim. 
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To: 




Commissioner 


NOTIFICATION OF ELECTION 


US Department of Commerce 




1 InS+arl Cfotac Patent anH TraHpmark 

uniteo oiaies raieni ana i raucniaiR. 


(PCT Rule 61 21 


Office, PCT 


201 1 South Clark Place Room 




CP2/5C24 




Arlington, va zzzuz 


Date of mailing (day/month/year) 


ETATS-UNIS D'AMERIQUE 


17 May 2001 (17.05.01) 


in its capacity as elected Office 




International application No. 


Applicant's or agent's file reference 


PCT/DE00/02889 


99-15-PCT 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


24 August 2000 (24.08.00) 


26 August 1999 (26.08.99) 


Applicant 




FANNASCH, Lothar 




1. The designated Office is hereby notified of its election made: 


fx] in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 


13 February 2001 (13.02.01) 


[ | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 


2. The election | X | was 




| | was not 




made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 


Rule 32.2(b). 






Authorized officer 


The International Bureau of WIPO 




34, chemin des Colombettes 


R. Forax 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 


Form PCT/IB/331 (July 1992) 
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(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Verdfientlichungsdatum 
8. Marz 2001 (08.03.2001) 




PCT 



III 



(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 01/17011 A2 



(51) Internationale Patentkiassifikation 7 : 



(21) Internationales Aktenzeichen: 



H01L 21/48 



PCT/DEOO/02889 



(22) Internationales Anmeldedatum: 

24. August 2000 (24.08.2000) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VerofientJichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Priori tat: 

199 40 480.1 26. August 1999 (26.08.1999) DE 

(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): ORGA KARTENSYSTEME GMBH [DE/DE]; Am 
Hoppenhof 33, 33104 Paderbom (DE). 



(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): FANNASCH, Lothar 
[DE/DE]; Siidstrasse 61, 33647 Bielefeld (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, 
CZ, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, 
HU, ID, m IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, 
LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, 
NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, 
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura- 
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 
europaisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, 
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent 
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, 
SN, TD, TG). 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



(54) Title: CONDUCTOR TRACK SUPPORTING LAYER FOR LAMINATING INSIDE A CHIP CARD, CHIP CARD COM- 
PRISING A CONDUCTOR TRACK SUPPORTING LAYER, AND METHOD FOR PRODUCING A CHIP CARD 

(54) Bezei chnun g: LEITERBAHNTRAGERSCHICHT ZUR EINLAMINIERUNG EN EINE CHIPKARTE, CHIPKARTE MIT 
EINER LETTERBAHNTRAGERSCHICHT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE 



< 




o 



(57) Abstract: The invention relates to a conductor track supporting layer (1) for laminating inside a chip card comprising at least 
one conductor track (2), which is applied to the conductor track supporting layer (1) during a screen printing method and which 
is made of a screen printing paste, and comprising connecting areas (3) that are connected to the conductor track (2). According 
to the invention, the conductor track supporting layer has indentations (4a, 4b, 4c) which are located in the area of the connecting 
areas (3) and which are filled with the screen printing paste during the screen printing process. By using these inventive measures, 
it is possible to produce conductor track supporting layers provided with connecting areas of varying thicknesses. Conductor track 
supporting layers of this type enable the production of recesses in the chip cards after said conductor track supporting layers are 
laminated in chip cards. These recesses expose the connecting areas (3) for connection to electronic components, and the sensitive 
strip conductors (2) also located in the chip card are prevented from becoming damaged. The invention also relates to a chip card 
provided with the above-mentioned conductor track supporting layer and to a method for producing a chip card of this type. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite J 
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Veroffentlicht: 

Ohne internationalen Recherchenbericht und emeut zu 
veroffentlicken nach Erhalt des Berichts. 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erkiarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 
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Leiterbahntragerschicht zur Einiaminierung in eine Chipkarte, 
Chipkarte mit einer Leiterbahntragerschicht 
und Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 

t 



Die Erfindung betrifft eine Leiterbahntragerschicht zur Einlaminierung in eine Chip- 
karte mit mindestens einer im Auftragsverfahren, vorzugsweise Siebdruckverfahren, 
auf der Leiterbahntragerschicht aufgebrachten aus einer Siebdruckpaste bestehen- 
5 den Leiterbahn und mit mit der Leiterbahn verbundenen Anschlussflachen. 

Neben dem Siebdruckverfahren kommt noch das Schablonendruckverfahren oder 
die Verwendung eines Dispenser in Betracht. Neben einer elektrisch leitfahigen 
Siebdruckpaste kommt als zu verarbeitendes Material auch noch eine hochviskose, 
elektrisch leitende Flussigkeit in Betracht. 

10 Leiterbahntragerschichten der eingangs erwahnten Art werden vorzugsweise fur die 
Herstellung von Chipkarten verwendet, wobei derartige Chipkarten in Form von Te- 
lefonkarten, Zugangsberechtigungskarten fur Mobilfunktelefone, Bankkarten usw. 
bereits in grofiem Umfang eingesetzt werden. Auf den Leiterbahntragerschichten 
derartiger Chipkarten wird im Stand der Technik ublicherweise eine Spule aufge- 

15 bracht, die uber entsprechende Anschlussflachen verfugt und der Energieversorgung 
und dem Datenaustausch der Karte mit externen Geraten dient. Bei Verwendung 
von Spulen zum Energie- und Datenaustausch erfolgt dieser Austausch bertih- 
rungslos, so dali man von einer kontaktlos arbeitenden Karte spricht. Neben den 
kontaktlos arbeitenden Karten sind jedoch auch Chipkarten bekannt, bei denen ne- 

20 ben der durch die Spule ubertragenen Informationen auch Informationen und Ener- 
gie auf direktem Wege kontaktbehaftet durch galvanisch arbeitende Kontaktflachen 
erfolgen kann. Die Herstellung der fur die oben erwahnten kontaktlosen oder kon- 
taktbehafteten Karten venwendeten Leiterbahntragerschicht kann entsprechend ei- 
nem ublichen Verfahren im Siebdruckverfahren erfolgen. Bei einer derartigen Her- 

25 stellungsweise werden die einzelnen Leiterbahnen der Spule zusammen mit den 
Anschlussflachen fur die Verbindung der Spule mit auf der Chipkarte angeordneten 
zusatzlichen elektronischen Bauelementen wie beispielsweise einem Chipmodul 
durch Aufbringen einer elektrisch leitenden Siebdruckpaste auf einen Kunststofftra- 
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ger aufgebracht. Im Rahman dieses Herstellungsverfahrens lessen sich naturiich 
auch uber die eigentliche Spule hinaus notwendige Leiterbahnen zur Verwendung 
we,terer elektronischer Bauelemente wie Anzeigevorrichtungen Oder Tastaturfelder 
auf der Leiterbahntragerschicht aufbringen. 

Die fertig bedruckte Leiterbahntragerschicht wind in einem anschlieftenden Verfah- 
rensschritt mit weiteren Kunststoffschichten, die teiiweise beschriftet sein kbnnen in 
e,ner Laminationspresse zu einem Kunststoffkartenkbrper laminiert. Nach dem La- 
mmationsprozess ist es notwendig. far das einzusetzende Chipmodul und/oder wei- 
tere elektronische Bauelemente Aussparungen in den Kunststoffkartenkbmer einzu- 
bnngen und gleichzeitig die einzelnen Anschlussflachen der Spule sowie weiterer 
Lerterbahnen der Leiterbahntragerschicht freizulegen, urn diese Anschlussflachen 
mrt den kcrrespondierenden Kontaktflachen des Chipmoduls und der anderen Bau- 
elemente zu verbinden, was ublicherweise durch Verwendung eines Leitklebers und 
Veriotung geschieht. Bei der Herstellung der Aussparungen muss mit groftter Vor- 
s.cht und hbchster Genauigkeit vorgegangen warden, weil meist unmittelbar neben 
den freizulegenden Anschlussflachen auch Leiterbahnen auf der Leiterbahntrager- 
schicht angeordnet sind. die auf keinen Fall beschadigt Oder gar vollstandig durch- 
trennt werden durfen. Se.bst bei hoch prazise arbeitenden Friaswerkzeugen ergibt 
s,ch ein hoher Ausschussfaktor Chipkarten durch beschadigte Leiterbahnen, da die- 
se ublicherweise nur eine Breite von ca. 80 pm aufweisen. wohingegen die entspre- 
chenden Anschlussflachen zumeist Groftenordnungen von 1 mm' besitzen. 

DariJber hinaus besteht bei Verwendung der Oblichen Leiterbahntragerschichten das 
Problem, daft bei der Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen 
den Kontaktflachen des Chipmoduls Oder anderer elektronischer Bauelemente und 
den Anschlussflachen der Leiterbahnen auf der Leiterbahntragerschicht durch einen 
Leitkleber Oder durch ein Lot sehr leicht ein elektrischer Kurzschluss zwischen ein- 
zelnen Leiterbahnen, beispielsweise der Spule und den zugehbrigen Anschlussfla- 
chen erzeug. wird, da der Abstand zwischen den Leiterbahnen und den Leiterbahn- 
anschlDssen sehr klein ist. Durch derartige Kurzschlusse wird die Leiterbahntrager- 
schicht unbrauchbar. Die Anordnung der Leiterbahnen auf der LeiterbahnWger- 
schicht dahingehend zu andem, daft die Abstande zwischen diesen im Bereich der 
ausgefrasten Ausspamng grbfter werden, urn einen Kurzsch.uss zu vermeiden, ist in 
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den meisten Fallen nicht moglich. da die Grundflache der Leiterbahntragerschicht 
aufgrund der genormten Abmessungen der Chipkarte insgesamt begrenzt ist. 

Vor dem Hintergrund des dargelegten Standes der Technik ist es Aufgabe der Erfin- 
dung, eine Leiterbahntragerschicht der eingangs geschilderten Art bereitzustellen, 
bei der auf einfache und kostengunstige Weise die Gefahr der Beschadigung der 
Leiterbahnen durch die Freilegung der mit den Leiterbahnen verbundenen An- 
schlussflachen im Rahmen des Frasvorganges bei der Herstellung kontaktioser oder 
kontaktbehafteter Chipkarten ausgeschlossen ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaft dadurch gelost, daft die Leiterbahntrager- 
schicht im Bereich der Anschlussflachen Vertiefungen aufweist, die wahrend des 
Siebdnjckvorganges mit der Siebdruckpaste gefQIlt werden. 

Durch die erfindungsgemafte Maftnahme weisen die Anschlussflachen der Leiter- 
bahntragerschicht nach dem Siebdruckvorgang eine wesentlich groftere Dicke auf 
als die Leiterbahnen. Werden im Rahmen des Herstellungsprozesses in den nach 
dem Laminieren des Kunststoffkartenkorpers der Chipkarte durchgefiihrten Frasvor- 
gang von derjenigen Seite der Leiterbahntragerschicht, auf der sich keine Leiterbah- 
nen befinden Aussparungen in die Leiterbahntragerschicht eingebracht, so kann der 
Frasvorgang aufgrund der grofteren Dicke der Anschlussflachen bereits rechtzeitig 
vor Erreichen der Leiterbahnebene gestoppt werden, so daft eine Beschadigung der 
empfindlichen Leiterbahnen zuvenassig ausgeschlossen ist. 

Weitere spezielle Ausgestaltungen des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich 
mit der erfindungsgemafien Lehre des Anspruches 1 aus den Merkmalen der Un- 
teranspriiche 1 bis 7. 

Es hat sich fur die Herstellung der Leiterbahntragerschicht insbesondere als vorteil- 
haft erwiesen. die Vertiefungen insgesamt Oder zum Teil als Durchgangsbohrungen 
mit einer Offnung der an der der Leiterbahnseite der Tragerschicht gegeniiber tie- 
genden Riickseite der Leiterbahntragerschicht auszufiihren. Durch diese Maftnahme 
lassen sich die Vertiefungen beispielsweise durch einen kostengiinstigen Stanzvor- 
gang problemlos durchfiihren. Dartiber hinaus ergeben sich durch die Tatsache. daft 
die Vertiefungen teilweise als Durchgangsbohrungen und teilweise als Sacklochboh- 
rungen in der Leiterbahntragerschicht eingebracht sind, nach dem Siebdruckvorgang 
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Anschlussflachen unterschiedlicher Dicke und somit fur unterschiedliche elektroni- 
sche Bauelemente verschiedene Anschlussniveaus innerhalb eines fertig laminierten 
Kunststoffkartenkorpers. Diese unterschiedlichen Anschlussniveaus eriauben den 
Embau verschieden dicker elektronischer Bauelemente, wie beispielsweise Anzeigen 
Oder Tastaturfelder, so dafi die Anwendungsmoglichkeiten derartiger mit unter- 
schiedlichen Bauelementen versehener Chipkarten gegenuber dem heutigen Stand 
der Technik um ein Vielfaches gesteigert werden kann. 

Es hat sich dariiber hinaus als zweckmaliig herausgestellt, wenn die mit Durch- 
gangsbohrungen versehene Leiterbahntragerschicht vor dem Aufbringen der Leiter- 
bahnen auf der den Leiterbahnen abgewandten Ruckseite mit einer dunnen Ab- 
deckfolie versehen wird. Durch diese Abdeckfolie wird verhindert, daft beim an- 
schlielienden Siebdruckvorgang Siebdruckpaste durch die Durchgangsbohrungen 
auf der Ruckseite der Leiterbahntragerschicht austritt, da die Durchgangsbohrungen 
durch die Abdeckfolie an ihrem unteren Ende nunmehr verschlossen sind. 

Im Rahmen der Erprobung hat es sich dariiber hinaus als vorteilhaft erwiesen, wenn 
d.e Siebdruckpaste einen Silberpartikelanteil von 70 bis 80 Volumenprozent auf- 
weist, wobei die einzelnen Silberpartikel Komgrolien im Bereich grolier als 45 urn 
hegen so.lten. Durch den Silberpartikelanteil mit entsprechender KomgroBe der ein- 
zelnen Partike. kann bei spaterer Freilegung der Anschlussflachen der Leiterbahn- 
tragerschicht eine ausreichende Kontaktierung zwischen den Bauelementen und den 
Anschlussflachen auch bei nur teilweiser Freilegung der Anschlussflachen im Rah- 
men des Frasvorganges gewahrleistet werden. 

Neben der oben angefQhrten erfindungsgemaBen Leiterbahntragerschicht betrifft die 
Erfindung aulierdem eine Chipkarte mit einem Chipkartenkorper, einem in einer 
Ausnehmung des Chipkartenkorpers angeordneten Chipmodu. und/oder in weiteren 
Ausnehmungen angeordneten elektronischen Bauelementen, und einer Leiterbahn- 
tragerschicht, auf die mindestens eine aus einer Siebdruckpaste bestehende Leiter- 
bahn und mit dieser Leiterbahn verbundene Anschlussflachen im Siebdruckverfah- 
ren aufgebracht wurden. 

Bei derartigen Chipkarten besteht wie bereits oben ausgefuhrt die Gefahr, daS beim 
Ausfrasen der Ausnehmungen fur das Chipmodul und/oder weiterer elektronischer 
Bauelemente, die auf der Chipkarte angeordnet werden sol.en, nicht nur die An- 

ERSATZBLATT (REGEL 26) 



WO 01/17011 



5 



PCT/DE00/02889 



schlussflachen der Leiterbahntragerschicht, sondern auch die benachbart den An- 
schlussfiachen angeordneten Leiterbahnen beschadigt Oder sogar durchtrennt wer- 
den. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demnach auch, eine Chipkarte der oben 
5 geschilderten gattungsgemaften Art bereitzustellen, bei der die benannten Probleme 
des Standes der Technik beseitigt sind, d. h. bei der somit eine Ausfrasung der Aus- 
nehmungen fQr die einzelnen in der Chipkarte zu plazierenden Bauelemente auf ko- 
stengunstige Weise vorgenommen werden kann, ohne die auf der Leiterbahntrager- 
schicht vorhandenen Leiterbahnen zu beschadigen. 

10 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daft die Leiterbahntrager- 
schicht im Bereich der Anschlussfiachen mit Siebdruckpaste gefilllte Vertiefungen 
aufweist, daft die Ausnehmung(en) fur das Chipmodul und/oder zusatzliche elektro- 
nische Bauelemente an der nicht mit der Leiterbahn beschichteten Flachseite der 
Leiterbahntragerschicht angeordnet ist/sind und daft die Ausnehmung(en) eine sol- 

15 che Tiefe aufweist/aufweisen, daft der Bodenbereich in die Leiterbahntragerschicht 
soweit hineinreicht, daft die mit Siebdruckpaste gefullten Vertiefungen der Leiter- 
bahntragerschicht eben freigeiegt sind. 

Da die fur den Anschluss des Chipmoduls und/oder der anderen elektronischen 
Bauelemente freizulegenden Anschlussfiachen aufgrund ihrer in den Vertiefungen 

20 der Leiterbahntragerschicht eingebrachten Siebdruckpaste eine sehr viel groftere 
Dicke aufweisen als die auf der Oberflache der Leiterbahntragerschicht aufgebrach- 
ten Leiterbahnen, kann der Ausfrasvorgang fur die Ausnehmungen unmittelbar nach 
Freilegung der Anschlussfiachen gestoppt werden ohne daft die Gefahr besteht, in 
den Querschnittsbereich der Chipkarte vorzudringen, in dem die empfindlichen Lei- 

25 terbahnen angeordnet sind. 

Die Erfindung betrifft aufterdem ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, be- 
stehend aus einem mehrschichtigen Kunststoffkartenkorper, mindestens einem in 
einer Ausnehmung des Kunststoffkartenkorpers angeordneten elektronischen 
Bauteil, vorzugsweise einem Chipmodul, bei dem 
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- mindestens eine Leiterbahnschicht und mindestens zwei die Leiterbahnschicht auf 
beiden Flachseiten iiberdeckenden Abdeckschichten positionsgenau ubereinander 
angeordnet werden, 

- die ubereinander angeordneten Kartenschichten in einer Laminationspresse durch 
Druck- und Warmeeinfluss miteinander verbunden werden, 

- nach der Entnahme des Kunststoffkartenkorpers aus der Laminationspresse in die- 
sen die Ausnehmung fur das elektronische Bauelement eingefrast wird und 

- abschlieftend das Bauelement unter Herstellung einer elektrischen Verbindung mit 
den Anschlussflachen auf der Leiterbahntragerschicht in die Ausnehmung des 
Kartenkorpers eingesetzt wird, gekennzeichnet durch 

- das Einbringen von Vertiefungen in die Leiterbahntragerschicht an den vorbe- 
stimmten Stellen fur die Plazierung der Anschlussflachen. 

- das Beschichten der Leiterbahntragerschicht im Siebdruckverfahren mit Leiterbah- 
nen und mit mit den Leiterbahnen verbundenen Anschlussflachen aus Siebdruck- 
paste dergestalt, daft die zur Beschichtung verwendete Siebdruckpaste die Vertie- 
fungen in der Leiterbahnschicht ausfullt, 

- das Ausfrasen der Ausnehmungen fur die elektronischen Bauelemente von der 
Auftenseite des Kartenk6rpers, die der beschichteten Seite der innen liegenden 
Leiterbahntragerschicht abgewandt ist, wobei die Ausnehmungen eine solche Tiefe 
aufweisen, daft deren Bodenbereich in die Leiterbahntragerschicht hineinreicht und 
die mit Siebdruckpaste gefiillten Vertiefungen der Leiterbahntragerschicht eben 
freigelegt werden. 

Durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 9 dargelegten Merkmale wer- 
den in Verbindung mit den bereits heute ublichen Verfahrensschritten zur Herstel- 
lung einer kontaktlosen oder kontaktbehafteten Chipkarte die bislang bestehenden 
Schwierigkeiten beseitigt. die darin bestehen, daft im Rahmen des Ausfrasens der 
Ausnehmungen fur die elektronischen Bauelemente und der damit verbundenen 
Freilegung der Anschlussflachen der Leiterbahntragerschicht auch die auf dieser 
vorhandenen Leiterbahnen beschadigt oder durchtrennt werden. 
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Spezielle Ausgestaltungen des erfindungsgemaften Verfahrens ergeben sich zu- 
sammen mit der technischen Lehre des Anspruches 9 aus den Merkmalen der An- 
spriiche 10 bis 12. 

FOr das erfindungsgemafie Verfahren hat es sich insbesondere als vorteilhaft erwie- 
sen, den Verfahrensschritt der Einbringung von Vertiefungen in die Leiterbahnschicht 
dadurch zu vereinfachen, dali die Vertiefungen im Rahmen eines Stanzvorganges 
als Durchgangsbohrungen in die Leiterbahnschicht eingebracht werden. Urn zu ver- 
hindern, dali beim anschlielienden Beschichtungsvorgang mit der Siebdruckpaste 
diese durch die Durchgangsbohrungen an der Ruckseite der Leiterbahntragerschicht 
austritt, ist es dartiber hinaus vorteilhaft, als weiteren Verfahrensschritt nach dem 
Ausstanzen der Durchgangsbohrungen in der Leiterbahntragerschicht diese einseitig 
mit einer Abdeckfolie zu versehen, die die Durchgangsbohrungen verschlielit, so 
daft ein Ausfliefien der Siebdruckpaste ausgeschlossen ist. 

Es hat sich dariiber hinaus als vorteilhaft erwiesen, wenn mehrere mit Durchgangs- 
bohrungen versehene Teilschichten zu einer gemeinsamen Leiterbahntragerschicht 
ubereinander positionsgenau beschichtet und miteinander verbunden werden, wobei 
durch Obereinstimmung der Lage der Durchgangsbohrungen in den einzelnen Teil- 
schichten Vertiefungen unterschiedlicher Tiefe gebildet werden. Dieser erfindungs- 
gemalie Verfahrensschritt hat den Vorteil, dali eine Leiterbahntragerschicht gebildet 
werden kann, indem Vertiefungen unterschiedlicher Tiefendimension ausgebildet 
werden konnen, indem beispielsweise die Leiterbahntragerschicht aus drei Einzel- 
schichten aufgebaut ist, wobei sich drei unterschiedliche Tiefendimensionen der An- 
schlussflachen ergeben. Die geringste Tiefe ergibt sich durch eine Durchgangsboh- 
rung in nur einer Teilschicht, eine mittlere Tiefe ergibt sich bei gleicher Positionierung 
einer Durchgangsbohrung in zwei ubereinander iiegenden Schichten und eine grolite 
Vertiefung ergibt sich durch Obereinanderpositionierung der Durchgangsbohrungen 
in alien drei Teilschichten. Naturlich kann bei den letztgenannten Vertiefungen wie- 
derum abschlieliend auf der gesamten Leiterbahntragerschicht eine Abdeckfolie pla- 
ziert werden, urn ein Durchflielien der Siebdruckpaste im anschlielienden Sieb- 
druckvorgang auszuschlielien. 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele, die Leiterbahntragerschicht, die Chip- 
karte sowie das Verfahren zum Herstellen der Chipkarte betreffend, anhand der bei- 
geftigten Zeichnungen naher erlautert. 
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Figur 1 ein Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgema&en Leiterbahnschicht im 
Querschnitt, 

Figur 2 die Leiterbahntragerschicht aus Figur 1 vor dem Verfahrensschritt des 
Aufbringens der Siebdruckpaste, 

Figur 3 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsgemaften Leiter- 
bahntragerschicht im Querschnitt vor dem Aufbringen der Siebdruckpa- 
ste und 

Figur 4 Ausschnitt einer erfindungsgemalien Chipkarte im Querschnitt mit ein- 
gebautem Chipmodul. 

In der Figur 1 ist eine Leiterbahntragerschicht 1 zur Einiaminierung in eine Chipkarte 
dargestellt, wobei derartige Leiterbahntragerschichten als Halbzeug von speziali- 
sierten Herstellem an die Chipkartenproduzenten geliefert werden k6nnen. Die in 
F,gur 1 dargestellte Leiterbahntragerschicht 1 ist mit mehreren auf der Leiterbahn- 
tragerschicht 1 aufgebrachten aus einer Siebdruckpaste bestehenden Leiterbahnen 
2 versehen. Mit den Leiterbahnen verbunden sind Anschlussflachen 3, welche im 
Gegensatz zu den sehr schmalen Leiterbahnen (Breite: ca. 85 ^m) ublicherweise 
e,ne GrundflSche von 1 ^ oder grc-lier aufweisen. Diese Anschlussflachen dienen 
zur elektnschen Verbindung der Leiterbahnen 2 mit elektronischen Bauelementen 
w,e be.spielsweise einem Chipmodul, die als notwendige Bauteile fur die Realisie-' 
rung der Kartenfunktion beispielsweise als Zugangsberechtigungskarte, Te.efonkarte 
oder dgl. notwendig sind. 

Aus der Figur 1 ist ersichtlich, daft die Leiterbahntragerschicht 1 im Bereich der An- 
schlussflachen 3 Vertiefungen 4a, 4b und 4c aufweist. die bei der in Figur 1 darge- 
stellten fertigen Leiterbahntragerschicht vo.lstandig mit der Siebdruckpaste, aus der 
auch die Leiterbahnen 2 bestehen, ausgefullt sind. Die Vertiefungen 4a, 4b und 4c 
we,sen ,n dem Ausfuhrungsbeispiel der Figur 1 unterschiedliche Tiefen auf, so daB 
die Anschlussflachen 3 eine unterschiedliche Dicke besitzen. 

In der Figur 2 ist die Leiterbahntragerschicht 1 der Figur 1 noch einma, vor dem Auf- 
bnngen d r Siebdruckpaste im Rahmen eines Siebdruckverfahrens dargestellt. Aus 
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dieser Figur wird wie aus Figur 1 deutlich, dali die Vertiefung 4c als Durchgangsboh- 
rung 6 den gesamten Leiterbahnquerschnitt durchschneidet und auf der Ruckseite 
der Leiterbahntragerschicht 1 eine Offnung 7 aufweist. Sind fQr eine bestimmungs- 
gemalie Leiterbahntragerschicht 1 Anschlussflachen 3 nur in einer Dicke notwendig, 
5 so hat es sich als besonders gunstig erwiesen, die Leiterbahntragerschicht 1 in den 
Bereichen, in denen Anschlussflachen 3 anzuordnen sind auszustanzen, so dali sich 
in Analogie zur Dicke der Leiterbahntragerschicht von 300 bis 350 mm spater nach 
Auftragen der Siebdruckpaste eine Gesamtdicke der Anschlussflachen 3 von 350 bis 
400 urn ergibt, da die Leiterbahnen 2 auf einer Seite der Leiterbahntragerschicht 1 
10 Qbiicherweise eine Schichtdicke von 50 urn besitzen. 

1st es notwendig, in der Leiterbahntragerschicht Anschlussflachen 3 unterschiedli- 
cher Dicke anzubringen, so bietet die Ausgestaltungsvariante der Figur 3 hierfur eine 
kostengiinstige und einfach zu realisierende Moglichkeit. 

Die Figur 3 zeigt eine Leiterbahntragerschicht 1 vor dem Aufbringen der Siebdruck- 
15 paste analog der Figur 2, bei diesem Ausgestaltungsbeispiel besteht die Gesamtlei- 
terbahntragerschicht 1 jedoch aus mehreren Teilschichten, welche in der Figur 3 mit 
18, 19 und 20 gekennzeichnet sind. Die Teilschichten 18, 19 und 20 besitzen jeweils 
Durchgangslocher 21 , welche innerhalb des Grundrisses der Leiterbahntragerschicht 
an denjenigen Stellen eingebracht worden sind, an denen Anschlussflachen 3 vor- 
20 zusehen sind. Aus der Figur 3 wird deutlich, dali nach dem Ausstanzen der Durch- 
gangslocher 21 bei den einzelnen Teilschichten 18, 19 und 20 die Teilschichten po- 
sitionsgenau ubereinander angeordnet werden. Durch die Lage der einzelnen 
Durchgangslocher 21 der einzelnen Teilschichten ergeben sich bei der Obereinan- 
derpositionierung entweder Durchgangsbohrungen analog der Position 6 bzw. 4c der 
25 Figuren 2 und 1 Oder Sacklochbohrungen analog den Positionen 4a und 4b aus den 
oben genannten Figuren. Nach dem Gbereinanderiegen der einzelnen Teilschichten 
18, 19 und 20 werden diese Teilschichten miteinander verbunden, so dali eine leicht 
zu handelnde und leicht zu beschichtende Leiterbahntragerschicht 1 entsteht. 

Urn zu verhindern, daft beim Siebdruckvorgang die v rwendete Siebdruckpaste 
30 durch die Durchgangsbohrungen 6 der Leiterbahntragerschicht 1 hindurchflielit und 
an der Ruckseite 9 wieder austritt, kann diese Ruckseite 9 mit einer Schutzfolie 10 
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versehen werden (siehe Figur 1 ), die verhindert, daft die Siebdruckpaste an der 
RQckseite 9 der Leiterbahntragerschicht 1 verlauft. 

Die Leiterbahnen 2, die im Rahmen des Siebdruckverfahrens auf die Leiterbahntra- 
gerschicht 1 aufgebracht werden, konnen beispielsweise die Form einer Spule auf- 
weisen, welche nach dem Einbau der Leiterbahntragerschicht 1 in eine Chipkarte 
zum Datenaustausch Oder zur Energiezufuhr der Chipkarte mit extemen Geraten 
notwendig ist. 

Die bislang beschriebenen Leiterbahntragerschichten 1 in ihrer unterschiedlichen 
Ausgestaltung werden nach ihrer Herstellung in kontaktbehaftete oder kontaktlose 
Chipkarten eingesetzt. Der schematische Aufbau einer derartigen Chipkarte 8 ist in 
der Figur 4 dargestellt. Aus dieser Figur wird deutlich, daft die Leiterbahntrager- 
schicht 1 sich in der Mitte der aus mehreren Schichten aufgebauten Chipkarte 8 be- 
findet. Beidseitig ist die Leiterbahntragerschicht 1 von Abdeckschichten 15 bzw. 16 
uberdeckt. 

Je nach Aufbau und Verwendung der Chipkarten ist es naturlich denkbar, daft aufter 
den drei in der Figur 4 dargestellten Schichten auf der RQckseite oder Vorderseite 
der Chipkarte 8 weitere beispielsweise bedruckte Informationstrager- und Schutzfoli- 
enschichten angeordnet sein konnen, so daft eine Chipkarte auch aus sechs Oder 
mehr Einzelschichten im Rahmen eines Laminationsprozesses aufgebaut werden 
kann. Das Zusammenfugen der einzelnen Schichten geschieht hierbei durch Druck- 
und Warmeeinfluss in einer Laminationspresse. 

Nach dem Laminationsvorgang, in dem der Kartenkorper 16 fertig gestellt worden ist, 
muss in diesen zur Aufnahme von elektronischen Bauelementen, wie beispielsweise 
des Chipmoduls 1 1 , eine Ausnehmung 12 in den KartenkSrper 16 eingebracht wer- 
den. Dies geschieht ublicherweise durch einen Frasvorgang, bei dem erfindungsge- 
maft von derjenigen Seite aus, die den im Innern des Kartenkorpers 16 befindlichen 
Leiterbahnen 2 abgewandt ist, die Abdeckschicht 1 5 sowie evtl. uber dieser ange- 
ordneten weiteren Schichten bis in die Leiterbahntragerschicht 1 partiell weggefrast 
wird, so dass die Ausnehmung 12 entsteht. Die Tiefe der Ausnehmung 12 ist einer- 
seits abhangig von der Dicke des Chipmoduls 1 1 , andererseits wird aus der Figur 4 
deutlich, daft zur Kontaktierung des Chipmoduls 1 1 mit den innerhalb des Karten- 
korpers 16 befindlichen Anschlussflachen 3 eine Freilegung dieser Anschlussflachen 
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innerhalb der leiterbahntragerschicht 1 notwendig ist. Die vorhandene Dicke der 
Anschlussflachen 3 ermoglicht es, dad diese im Rahmen des Frasvorganges pro- 
blemlos freigelegt werden konnen, ohne daft die Ausnehmung so tief herzustellen 
ist, daft evtl. die auf der Leiterbahntragerschicht 1 zusatzlich angeordneten Leiter- 

5 bahnen 2 in irgendeiner Art und Weise beriihrt und evtl. beschadigt werden konnen, 
wie dies bei den bislang aus dem Stand derTechnik bekannten Leiterbahnen haufig 
der Fall ist. Am Chipmodul 11 sind ublicherweise Kontaktflachen 13 vorhanden, die 
mit den Anschlussflachen 3 mittels eines Leitklebstoffes verbunden werden, der u. U. 
gleichzeitig zu einer Fixierung des Chipmoduls 1 1 innerhalb der Ausnehmung 12 der 

10 Chipkarte 8 dient. 
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Patentansprtiche 



1 . Leiterbahntragerschicht (1 ) zur Einlaminierung in eine Chipkarte (8) mit 
mindestens einer in einem Auftragsverfahren, vorzugsweise Siebdruck- 
verfahren, auf eine Leiterbahntragerschicht (1 ) aufgebrachten aus einer 
leitfahigen Paste oder hochviskosen Flussigkeit bestehenden Leiterbahn 
(2) und mit mit der Leiterbahn (2) verbundenen Anschlussflachen (3), 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Leiterbahntragerschicht (1 ) im Bereich der Anschlussflachen (3) Ver- 
tiefungen (4a, 4b, 4c) aufweist, die wahrend des Auftragvorgangs mit der 
Paste Oder der hochviskosen Flussigkeit gefullt werden. 

2. Leiterbahntragerschicht nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Vertiefungen (4a, 4b, 4c) als Durchgangsbohrungen (6) mit einer Off- 
nung (7) an der der Leiterbahn (2) der Tragerschicht (1 ) gegenuber lie- 
genden RQckseite (9) der Leiterbahntragerschicht ausgefuhrt sind. 

3. Leiterbahntragerschicht nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

diese an der RQckseite (9) mit einer Schutzfolie (10) versehen ist. 

4. Leiterbahntragerschicht nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Leiterbahn (2) die Form und Funktion einer Spule aufweist. 

5. Leiterbahntragerschicht nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Siebdruckpaste (5) einen Silberpartikelanteil von 70 bis 80 /o Volu- 
menprozent aufweist. 
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Leiterbahntragerschicht nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die Korngrolie der Silberpartikel grader ais 45 urn ist. 

Leiterbahntragerschicht nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

mehrere mit Durchgangsbohrungen (21) versehene Teilschichten (18, 19, 
20) zu einer gemeinsamen Leiterbahntragerschicht (1) ubereinander posi- 
tionsgenau geschichtet und miteinander verbunden werden, wobei durch 
Obereinstinnmung der Lage der Durchgangsbohrungen (21) in den Teil- 
schichten (18, 19, 20) Vertiefungen (4a, 4b, 4c) unterschiedlicher Tiefe 
gebildet werden. 

Chipkarte mit einem in einer Ausnehmung (12) des Chipkartenkorpers 
(16) angeordneten Chipmodul (11) und/oder weiteren elektronischen 
Bauelementen, mit einer Leiterbahntragerschicht (1), auf die mindestens 
aus einer Siebdruckpaste bestehende Leiterbahnen (2) und mit der Lei- 
terbahn (2) verbundene Anschlussflachen (3) im Siebdruckverfahren auf- 
gebracht worden sind, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Leiterbahntragerschicht (1) im Bereich der Anschlussflachen (3) mit 
Siebdruckpaste gefiillte Vertiefungen (4) aufweist, 
dad die Ausnehmung (12) fur das Chipmodul (1 1 ) und/oder weitere elek- 
tronische Bauelemente an der nicht mit der Leiterbahn (2) beschichteten 
Seite der Leiterbahntragerschicht (1) angeordnet ist und 
dad die Ausnehmung (12) eine solche Tiefe aufweist, dad der Bodenbe- 
reich in die Leiterbahntragerschicht (1 ) hineinreicht und die mit Siebdruck- 
paste gefullten Vertiefungen (4a, 4b, 4c) der Leiterbahntragerschicht (1 ) 
freigelegt sind. 
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9. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, bestehend aus einem mehr- 

schichtigen Kunststoffkartenkorper (16), mindestens einem in einer Aus- 
nehmung (12) des Kunststoffkartenkorpers (16) angeordneten elektroni- 
schen Bauteil, vorzugsweise einem Chipmodul (11), bei dem 
5 mindestens eine Leiterbahntragerschicht (1 ), mindestens zwei die Leiter- 

bahntragerschicht (1 ) auf beiden Flachseiten Qberdeckenden Abdeck- 
schichten (14, 15) positionsgenau iibereinander angeordnet werden, 
die Cibereinander angeordneten Kartenschichten (1, 14, 15) in einer Lami- 
nationspresse durch Druck- und Warmeeinfluss miteinander verbunden 
10 werden, 

nach der Entnahme des Kunststoffkartenkorpers (16) aus der Laminati- 
onspresse in diesen die Ausnehmung (12) fur das elektronische Bauele- 
ment (Chipmodul) (1 1 ) eingefrast wird und 

abschlieliend das Bauelement (11) unter Herstellung einer elektrischen 
15 Verbindung mit den Anschiussflachen (2) auf der Leiterbahntragerschicht 

(1) in die Ausnehmung (12) des Kunststoffkartenkorpers (16) eingesetzt 
wird 

gekennzeichnet durch 

das Einbringen von Vertiefungen (4a, 4b, 4c) in die Leiterbahntrager- 
20 schicht (1 ) an vorbestimmten Stellen fur die Plazierung von Anschiussfla- 

chen (3), 

das Beschichten der Leiterbahntragerschicht (1) im Auftragsverfahren, 
vorzugsweise Siebdruckverfahren, mit Leiterbahnen (2) und mit den Lei- 
terbahnen (2) verbundenen Anschiussflachen (3) aus Siebdruckpaste 
25 dergestalt, dali die zur Beschichtung verwendete Paste Oder hochviskose 

Flussigkeit die Vertiefungen (4a, 4b, 4c) in der Leiterbahnschicht (1) aus- 
fiillt, 

das Ausfrasen der Ausnehmungen (1 2) fur die elektronischen Bauele- 
mente (1 1 ) von der Aulienseite des Kunststoffkartenkorpers (16), die der 
30 mit Leiterbahnen beschichteten Seite der Leiterbahntragerschicht (1 ) ab- 

gewandt ist, wobei die Ausnehmung (12) eine solche Tiefe aufweist, daB 
deren Bodenbereich in die Leiterbahntragerschicht (1) hineinreicht und die 
mit Siebdruckpaste gefullten Vertiefungen (4a, 4b. 4c) der Leiterbahntra- 
gerschicht (1 ) freigelegt werden. 
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Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dad 

die Vertiefungen (4a, 4b, 4c) als Durchgangsbohrungen (6) in die Leiter- 
bahntragerschicht (1 ) eingestanzt werden. 

Verfahrenen nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

nach dem Ausstanzen der Bohrungen (6) die Leiterbahntragerschicht (1) 
einseitig mit einer Schutzfolie (10) beschichtet wird. 

Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gkennzeichnet, daft 

mehrere mit Durchgangsbohrungen (21) versehene Teilschichten (18, 19. 
20) zu einer gemeinsamen Leiterbahntragerschicht (1) Qbereinander posi- 
tionsgenau geschichtet und miteinander verbunden werden, wobei durch 
Obereinstimmung der Lage der Durchgangsbohrungen (21) in den Teil- 
schichten (18, 19, 20) Vertiefungen (4a, 4b, 4c) unterschiedlicher Tiefe 
gebildet werden. 
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